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Assemblage anteme-drcutt electronique. 

^t) La prdsehte fertvention concenrie des assemblages oCi 
uTe antenne et tout ou partte du circuit 4lectnonlque qui lui 
est associ^, sent disposes au plus proche Fun de rautre. 

L'antenne (A) est oonsttude par une des faces d'un cir- 
cuit imprim^ tiiplaque (C) tandis que tout ou parde du cir- 
cuit 6iectronique (B) assod^ k cette antenne est implants 
sur rautre face du circuit imprim4 et qu'une plaque m^taill- 
que (G) est dispose k rintdrieur du drcuit Imprimd trlpla- 
que pour jouer la rdle de plan de masse. 

Application princlpalement en ondes mllllm^triques: 
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ASSEMBLAGE ANTENNE-CIRCUIT ELECTRONIQUE. 

La presente invention se rapporte a un assemblage comportant 
5 au moins uhe antenne et un circuit electronique associe a I'antenne. 

II est connu de rapprocher autant que faire se peut une antennj^ 
et tout ou parlie de relectronique associee a cette antenne et cela dans 
toutes les gammes de frequences. Cela permet de gagner en volume, en 
compacile, en facilite d'emploi. voire en prix de revient. 
10 Quand i'antenne, seule ou regroupee avec d'autres antennes. est 

disposee selon une zone plate avec rayonnement dans I'un seulement des 
deux espaces situes de part et d'autre de la zone plate, comme c'est le cas, 
par exemple. avec certaines antennes en ondes millimetriques. il est connu 
de disposer en couches superposees. au dos de la ou des antennes, les 
15 etages successifs du ou des circuits electroniques ; un tei assemblage 
necessite des moyens de refroidissement entre les couches superposees du 
ou des circuits electroniques et pose des problemes de montage du fait, en 
particulier, des liaisons electriques a realiser. 

La presente invention a pour but d'eviter ou, pour le moins, de 
20 reduire ces inconvenients. 
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Ceci est obtenu a Taide d'un circuit imprime triplaque avec. d'un 
cote du circuit imprime, la ou les antennes, de I'autre cote le ou les circuits 
electroniques et, entre les deux substrats isolants du circuit imprime 
triplaque, une couche metallique formant plan de masse reflecteur. Dans 
une telle realisation il n'y a pas de moyens de refroidissement a incdrporer 
au volume dans lequel sont disposes le ou les drcuits electroniques puisque 
ce ou ces drcuits electroniques sont repartis dans un plan unique; le 
refroidissement peut done se faire a Taide d'un ou plusieurs radiateurs, 
voire, dans certains cas, simplement par dissipation dans Tair ambiant. 
Quant aux liaisons entre le ou les drcuits et la ou les antennes. elles 
peuyent se faire de faQon classique, c'est-a-dire par trous metallises, en 
amenageant, au prealable, des trous dans le plan de masse afin que les 
trous metallises puissent traverser le plan de masse sans le toucher. 



Un tel assemblage necessite un soin particulier dans la 
35 realisation du ou des circuits electroniques qui seront faits, dans I'exemple 
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Les amplificateurs PI a P4 sont des amplifjcateurs de reception ; 
ils ont leurs entrees respectivement reunies aux quatre paves rayonnants A1 
a A4 et leurs sorties respectivement reunies aux secondes entrees des 
circuits melangeurs M1 a M4. Les premieres entrees des circuits melangeurs 
5 M1 a M4 sont reliees a I'oscillateur local H. 

Les amplificateurs PV a P4' sont des amplificateurs Remission ; 
ils ont leurs sorties respectivement reunies aux quatre paves rayonnants A1 
a A4 et leurs entrees respectivement i-eunies aux sorties des circuits 
melangeurs M1' a M4'. Les premieres entrees des circuits melangeurs Ml' a 
0 M4' sont reliees a Toscillateur local H. 

Le circuit electronique B comporte. en plus des liaisons indiquees 
ci-avant, neuf liaisons qui partent ou proviennent de la moitie inferieure du 
bord de droite du circuit imprime C tel qu'il est represente sur la figure 1 .11 
s'agit d'un conducteur relie a Tentree de commande de phase de roscillateur 
5 local H de quatre conducteurs provenant des sorties des circuits melangeurs 
Ml a M4 et de quatre conducteurs aboutissant aux secondes entrees des 
circuits melangeurs Ml V a M4'. Ces neuf liaisons, auxquelles il faut ajouter, 
comme il a ete note plus avant, les liaisons relatives a I'alimentation des 
puces, passent toutes par un connecteur K represente sur la figure 1 avec 

seulement neuf fiches correspondant aux neuf liaisons. . . ■ 

La fabrication de Tassemblage selon les figures 1 et 2 se fait en 
plusieurs etapes dont certaines sont deja apparues dans ce qui precede et 
seront done seulement mentionnees ci-apres : 

- realisation du circuit imprime C par photogravure puis, collage des 
couches C1,C2 

- realisation de huit trbus metallises, tels que T sur la figure 2, pour relier 
les paves rayonnants de Tune des faces du circuit imprime triplaque C 

: aux conducteurs de I'autre face du circuit imprime, 

- montage des puces sur le circuit imprime triplaque C; une fa^on 
d'effectuer ce montage est decrite a Taide des figures 3 a 1 1 

- fixaition du connecteur K sur le circuit imprime triplaque C,- 

- depot, sur la paroi du radiateur, a Tendroit ou se trouveront les puces 
lorsque I'assemblage sera realise, d'une pellicule N de pate thermique ; 
cette pellicule n'est representee sur la figure 2 qu'au niveau des trois 
puces visibles sur cette figure, 
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(54) Antenna-electronic circuit assembly 

(57) The present invention relates to assemblies in which 
an antenna and all or part of the electronic circuit that 
is associated to the antenna are arranged as close as 
5 possible to each other, 

The antenna (A) consists of one of the faces of a 
triple-plate printed circuit (C) , while all or part of the 
electronic circuit (B) associated with this antenna is 
installed on the other face of the printed circuit, and a 
10 metallic plate (G) is arranged inside the triple-plate 
printed circuit to fill the role of earth plane. 

Application mainly to millimetric waves. 

P.l 

15 It is obtained by a triple-plate printed-circuit 

with, on one side of the printed-circuit, one or plural 
antennas, on the other side one or plural electronic 
circuits and, between the two insulated substrates of the 
triple-plate printed circuit, a metallic layer forming 

20 reflecting earth plane. In such an embodiment, there is no 
means for cooling to be incorporated in the volume in which 
one or plural electronic circuits are arranged since this 
or these electronic circuits are spread on one unique plane; 
therefore, the cooling may be carried out by using one or 

25 plural radiators, or even, in some cases, by dissipation in 
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the surrounding air. As for the link between one or plural 
circuits and one or plural antennas, it is possible to use 
the classic means, that is, by plating holes, by arranging 
beforehand holes in the plane so that the plating holes can 
5 pass through without touch it. 

p. 4 

The assembly is carried out according to the figures 
1 and 2 in several steps, some of which already appear in 
10 the above description and will therefore be only mentioned 
below: 

- forming of the printed circuit C by photolithography and 
then bonding of the layers CI, C2 , 

- making of eight plated holes, such as T on the figure 2, 
15 in order to link the patches of one of the faces of the 

triple-plate printed circuit C to the conductors of the 
other face of the printed circuit, 

- mounting of the chips on the triple-plate printed circuit 
C; a way to do this mounting is described referring to the 

20 figures 3 to 11, 

- fixing of the conductor K on the triple-plate printed 
circuit C, 

- setting, on the wall of the radiator at which the chips 
will be set when the assembly will be accomplished, of a film 

25 N of cooling flow (cooling paste) ; this film is represented 
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only in the figure 2 at the level of three chips shown in 
this figure. 



